








F I仕上げの構造（イメージ図） 製品用途例

二次電池用集電箔

素材

F I®仕上
絶縁ステンレス鋼 FI 仕上＝Fine Insulation®

3
つの特長

1特長 絶縁性：高い表面絶縁抵抗（50MΩ以上※）を有する被膜です。
※ デジタルマルチメーターで板厚方向の抵抗測定

2特長 耐熱性：被膜耐熱温度が高く、高温（～ 850℃）でも安定した被膜を維持できます。

3特長 その他：ステンレス鋼以外の金属への検討も可能です。

特 性（表面接触電気抵抗値） 

L・Coreの構造（イメージ図）

母材
Fe-Cr-Ni

不動態皮膜
Cr2O3+Cr(OH)3

キャリアB

キャリアA

電気を
流し易い！

N i メ ッ キ と の 特 性 比 較

製 造 可 能 範 囲

鋼  種 仕上げ 板 厚（mm） 板 幅（mm） 

オーステナイト系全鋼種

（SUS301、SUS304 など）
TAを除く全仕上げ 0.05～0.30 200以下

※熱処理により L・Coreの特性が消失する可能性があります。
　詳細については使用環境と併せてご相談下さい。

項  目

耐食性

経時変化

プレス性

コスト

◎

○

○

◎

Niメッキ処理ステンレス 

×（変色あり）

○

×（剥離あり）

△

L・Core

ステンレス自体の表面に、『接触電気抵抗が低い』という特長を持つ「ル・コア（L・Core）」。
導通目的のNiメッキや、帯電防止及びアース用導電テープの代替ニーズ等にお応えしています。

高い表面絶縁抵抗を有する無機被膜で、絶縁用途に最適な表面処理です。 

L・Core®仕上
L・Core（ル・コア）＝Low Contact Resistance
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荷重50gfで
50mΩ以下

Niメッキ費の
20～50％
コストダウン！

3
つの特長

1特長 ステンレス鋼の表面皮膜（=不動態皮膜）を改質することで、低い接触抵抗を実現しました。

2特長 素材の外観、耐食性は一般のステンレスと変わりません。

3特長 素材で低い接触抵抗を有しており、アースを目的とした Ni メッキ・導電テープの代替が
可能となるため、コスト削減が図れます。

膜厚
約0.5μm

ステンレス

FI仕上げ
優れた表面絶縁抵抗、耐熱性

＝SiO2 ＝MgO

開発品

・被膜の主成分は SiO2とMgOと
 なっております。

・被膜は硬質な無機被膜の為、耐疵付き性にも
 優れております。

・被膜の厚さは0.5 ～ 1μmとなって
 おります。

漏電防止が必要な
各電子機器内部部品

独自の表面処理技術により不動態皮膜にキャリアをドープしています。
電気が流れ易い皮膜に改質しているため、素材自体で低接触抵抗を
得ることができます。



3つの特長

無方向性極薄電磁鋼帯
（STシリーズ）

結晶方位が
揃っていない

主な加工方法：打抜き・積層加工

用 途 例

掃除機（モーター） E-バイク（モーター）ドローン（モーター）歯科用ドリル（モーター）

鉄損には磁化する際に発生する「ヒステリシス損」 と、内部に流れる過電流によって生じる
「渦電流損」があり、薄肉化により渦電流損を抑えることができます。

400～10kHz の周波数帯において優れた磁気特性を示し、
高珪素鋼帯に比べて高い磁束密度を有します。

低鉄損

最適使用範囲

被膜は均一で1μm程度と大変薄く、高い絶縁抵抗（10Ω・cm² 以上）を有します。絶縁被膜

板厚

0.04~0.15
mm

低鉄損

1
特長

磁気特性

2
特長

絶縁被膜

3
特長

板厚が極めて薄く、
渦電流の発生による
エネルギーロスを

低く抑えることができます。

全方向に優れた磁気特性を有する
鋼板であり、

主にモーターコアに
使用されます。

絶縁被膜は均一で
厚さ1μm程度と極めて薄く、
積層率を高めることが

できます。
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